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Mini-ITX-Board mit flinfter Core-i-Generation

Wahrend PC-Bastler noch eine
ganze Weile auf Boards fir Intels
funfte Core-i-Generation alias
Broadwell warten mussen, kon-
nen Embedded-Entwickler be-
reits loslegen. Congatec I6tet die
mobilen Doppelkernprozessoren
Core i7-5650U (2,2 bis 3,2 GHz),
Core i5-5350U (1,8 bis 2,9 GHz)
und Core i3-5010U (2,1 GHz) auf
Mainboards im Mini-ITX-Format
und auf COM-Express-Module.
Ein separater Chipsatz ist bei die-
sen Systems-on-Chip (SoC) nicht
erforderlich, der Prozessor selbst
kiimmert sich um die Anbin-
dung der Peripherie.

Das conga-IC97 ist mit einer
Hohe von 2,5 cm sogar noch fla-
cher als Ubliche Mini-ITX-Boards,
hat sonst aber dieselben Abmes-
sungen (17 cm X 17 cm). Aller-

dings gibt es dadurch im An-
schlussfeld nur Platz fiir 2 x Dis-
playPort, 4 x USB 3.0, 2 X Gigabit-
Ethernet und zwei Audiobuch-
sen. Erweitern kann man uber
einen PCle-x4-Slot der zweiten
Generation sowie mit einer kur-
zen Mini-PCle-Karte, die zwei
PCle 2.0 Lanes bekommt. Das
Board akzeptiert Gleichspannun-
gen zwischen 12 und 24 Volt.
Anders als Mini-ITX-Boards,
braucht das nur 9,5 cm X 9,5 cm
grole COM Express Compact-
Modul (Typ 6) conga-TC97 noch
eine Tragerplatine. Es fuhrt selbst
keine Anschlisse nach auflen,
sondern lediglich 2 x USB 3.0, 4 X
USB 2.0, 1 X Gigabit-Ethernet
sowie je vier PCle 2.0 Lanes und
SATA-6G-Ports auf einen Steck-
verbinder. Durch diesen modula-

Warmebildkamera fiir Android und iOS

Der IR-Kamera-Spezialist Flir stellt
eine verbesserte Variante seiner
Aufsteck-Kamera Flir One mit nun
vierfacher Auflésung vor. Die
neue One soll sich fur iOS- und
Android-Gerate gleichermal3en
eignen. Sie hat 640 x 480 Pixel fur
Warmebildaufnahmen; die erste
One besal blof3 80 x 60 Pixel. Zu-
satzlich Uberlagert Flir mit der
hauseigenen MSX-Technik im IR-
Bild die Objektkanten aus den
Aufnahmen mit einer zweiten
herkdommlichen Kamera. So kann
man samtliche Objekte im War-
mebild eindeutig zuordnen.
Wahrend der IR-Sensor bis-
lang zwischen den Aufnahmen
manuell Gber einen Schiebeme-
chanismus zurlickgesetzt wer-
den musste, erledigt den Reset
jetzt ein automatischer Shutter.
Im deutlich kleineren Kamera-
knubbel steckt wie zuvor ein ei-

Optische Kabel fiir USB 3.1

Glasfaserkabel versprechen, ein
zentrales Problem von USB zu
|6sen: die mit jeder neuen Ge-
schwindigkeitsstufe abnehmen-
de zuldssige Kabelldnge. Auch
das neue USB 3.1 mit Datenraten
von 10 GBit/s (SuperSpeedPlus)
wird zwar noch tber Kupferkabel
funktionieren, aber bereits bei
SuperSpeed (USB 3.0) sind Sto-
rungen durch Kabel eines der
héaufigsten Probleme. Die Firma
Silicon Line hat nun den Chip
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gener Akku, um das Smartphone
zu entlasten — im ersten Modell
war der iPhone-Akku bei IR-Auf-
nahmen trotzdem nach zwei
Stunden leer. Das neue One-Auf-
steckmodul soll Mitte des Jahres
erhaltlich sein, Giber den Preis
schweigt sich Flir noch aus.

Zusatzlich hat Flir im Dezem-
ber ein SDK herausgebracht -
zundchst fir iOS, die Android-
Version soll im Frihjahr folgen -,
mit dem man die erfassten Tem-
peraturen fir jedes Pixel ausle-
sen kann. Das war bislang den
teuren Flir-IR-Kameras vorbehal-
ten. AuBBerdem lassen sich damit
die Voreinstellungen des Shut-
ter-Modus beeinflussen.

Fir preiswerte IR-Aufnahmen
ohne Smartphone-Hilfe stellt Flir
die 130 Gramm leichte Flir C2
vor. Sie kommt mit dreizolligem
kapazitiven Touchscreen (320 x

Fuir USB 3.0
respektive
SuperSpeed
(5 GBit/s) gibt es
bereits optische Kabel -
etwa mit 10 Metern Lange
von der Firma Corning.

Auf dem Mini-ITX-Board conga-IC97 (links) und dem COM
Express Modul conga-TC97 (rechts) sitzen bereits Prozessoren
aus der Broadwell-Familie.

ren Ansatz kann man moderne
Prozessoren in eigene Schaltun-
gen integrieren, ohne sich mit
deren Beschaltung zu quadlen.

240 Pixel), integriert eine IR-
und eine herkommliche CMOS-
Kamera (640 x 480 Pixel) sowie
einen Akku. lhr Lepton-IR-Sensor
hat nur 80 x 60 Pixel, nutzt aber

Das neue Flir
One-Modul
funktioniert an
iOS und Android-
Smartphones und I6st deutlich
hoher auf als der Vorgéanger.

SL86050 vorgestellt, mit dem man
aktive, optische USB-3.1-Kabel
bauen kann. Silicon Line liefert al-
lerdings nur das nackte Silizium-
Die, das die elektrischen Signale
in optische fur Gasfasern umsetzt.
Es besteht aus einem Treiber fiir
einen Vertical Cavity Surface
Emitting Laser (VCSEL) und einem
Transimpedanzverstarker. Laser
und Optik sind noch nicht enthal-
ten, die Spannungsversorgung
erfolgt Uber USB. (bbe)
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AuBerdem kann man durch
Tausch des CPU-Moduls ohne
groBen Aufwand mehr Rechen-
power bekommen. (bbe)

ebenfalls die MSX-KantenUberla-
gerung, sodass man die Objekte
in den Aufnahmen eindeutig zu-
ordnen kann. Eine eingebaute
LED dient als Kameraleuchte
oder Orientierungshilfe.

Fur die C2 nennt Flir eine Ak-
kulaufzeit von zwei Stunden. Bil-
der speichert sie als JPEG und
Ubertragt die Daten zum PC per
Micro-USB. Dort kann man wie-
derum jedem der 4800 Mess-

punkte einen Temperatur-
wert zuordnen. Der Mess-
=~  Dbereich liegt zwischen -10
und 150 Grad Celsius,
der Arbeitsbereich bei
-10 bis 50 Grad. Als
Zielpreis nennt  Flir
LJunter 700 US-Dollar”,
was sich hierzulande auf
unter 700 Euro belaufen
durfte. Die C2 soll im Mérz in den
Handel kommen. (uk)
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Auch Toshiba hat nun
Sender und Empfanger fur
drahtlose Ladegerate mit
bis zu 10 Watt im Portfolio.
Sender (TB6865AFG) und
Empfanger (TC7765WBG)
halten sich dabei an den
Qi-Standard der Low-Power-
Spezifikation v1.1 des Wire-
less Power Consortiums
(WPQ).
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